
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通電によりそれぞれ発光する複数個のＬＥＤ体を備えたＬＥＤ照明灯において、
　細長の剛性材からなり、前記複数個のＬＥＤが上面側に長手方向に沿って所定間隔をお
いて配設されるプリント基板と、このプリント基板を収納し、透光性および保形性を有す
る細長管と、前記プリント基板の下面側に配設される全波整流ダイオードおよび複数個の
電流制限抵抗を含む電気部品と、前記細長管の両端に取付けられ、前記プリント基板を前
記細長管内に固定する絶縁材からなる一対のブッシングと、これらのブッシングの外周の
それぞれに装着される一対の口金具と、これらの口金具にそれぞれ設けられる一対の電極
ピンと、

　

　

ことを特徴とするＬＥＤ照明灯。
【請求項２】
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一端を前記プリント基板に、他端を前記電極ピンにそれぞれ半田付けされるリー
ド線である接続体とを備え、

前記ブッシングは、前記細長管が嵌合するリング溝と、前記プリント基板の端縁部が載
る台座と、前記リード線が貫通する貫通穴と、前記口金具が圧入嵌合する取付筒部とを有
し、

前記ブッシングのリング溝の内周壁径を前記細長管の内径より小さく設定することによ
り、前記ブッシングのリング溝の内周壁が熱により外方に膨出した場合の逃げ代となる隙
間を、前記ブッシングのリング溝の内周壁と前記細長管の内壁との間に形成するとともに
、熱で硬化することのない接着剤を前記隙間に介在させることにより、前記ブッシングの
リング溝の内周壁に前記細長管の内壁を固定した



　前記プリント基板の上面側に、前記複数個のＬＥＤ体をほぼ一直線状に配設するととも
に、前記プリント基板の下面側に、前記電気部品をほぼ一直線状に、かつ前記ＬＥＤ体間
の下方に配置したことを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ照明灯。
【請求項３】
　前記ブッシングの取付筒部の外周壁に、断面形状が半球状のリブを複数個形成したこと
を特徴とする請求項 記載のＬＥＤ照明灯。
【請求項４】
　前記細長管内に、前記プリント基板の所定個所を支持する支持材を設けたことを特徴と
する請求項１～ のいずれかに記載のＬＥＤ照明灯。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、通電によりそれぞれ発光する複数個のＬＥＤ体（すなわち発光ダイオード）
を備えたＬＥＤ照明 関する。
【０００２】
【従来の技術】
図２３は一般的な蛍光灯を示す説明図である。
【０００３】
図２３に示す蛍光灯１００は、一般的な照明灯の光源として白熱電球（図示せず）と並ん
で広く利用されており、円筒状のガラス管１０１と、このガラス管１０１の両端内部に設
けられ、熱電子放射性物質が塗布されるコイル状の電極フィラメント１０２と、ガラス管
１０１の両端に固定される一対の口金１０３と、これらの口金１０３の外側面にそれぞれ
固定される２組の電極ピン１０４、１０４Ａとを備えている。また、ガラス管１０１内に
水銀やアルゴンガスが封入されるとともに、ガラス管１０１の内壁に蛍光物質が塗布され
ている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した従来技術にあって、図２３に示す蛍光灯１００では次のような問題点
がある。
【０００５】
（Ａ）ガラス管１０１内に水銀やアルゴンガスが封入されているため、ガラス管１０１が
破損した場合、その破損したガラス管１０１を廃棄する人の人体や衣服に水銀が付着する
危険性がある。
【０００６】
（Ｂ）蛍光灯１００の寿命等により新しいものに交換し、交換した蛍光灯１００を廃棄す
る際、ガラス管１０１を破砕するとガラス管１０１内に封入されていた水銀が周囲に放散
してしまうので、ガラス管１０１を破砕する作業者に水銀が付着しないようにするため大
掛かりな破砕装置を必要としている。また、破砕したガラス管１０１のガラス片には水銀
が付着しているため、それらのガラス片は産業廃棄物としてそのまま地中に埋めた場合、
土壌の汚染を生じるという問題がある。
【０００７】
（Ｃ）ガラス管１０１内に水銀やアルゴンガスを封入する必要があるため、ガラス管１０
１と口金１０３との取付けを精度のよいものとし、気密性を十分に保持する必要がある。
【０００８】
（Ｄ）電極フィラメント１０２に高圧の交流を印加してその電極フィラメント１０２から
多量の熱電子を放出させるため、消費電力が比較的大きい。
【０００９】
　本発明は、上記のような従来技術における実情に鑑みてなされたもので、そ 的は、
安全かつ簡単に廃棄処理を行なうことができるとともに、消費電力の低減を図ることがで
き、また、細長管内の所定位置にプリント基板を簡単に保持し、細長管に口金具を容易に
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一体化すること でき、

ＬＥＤ照明灯を提供することにある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　上 的を達成するため、本発 、通電によりそれぞれ発光する複数個のＬＥＤ体を
備えたＬＥＤ照明灯において、細長の剛性材からなり、前記複数個のＬＥＤが上面側に長
手方向に沿って所定間隔をおいて配設されるプリント基板と、このプリント基板を収納し
、透光性および保形性を有する細長管と、前記プリント基板の下面側に配設される全波整
流ダイオードおよび複数個の電流制限抵抗を含む電気部品と、前記細長管の両端に取付け
られ、前記プリント基板を前記細長管内に固定する絶縁材からなる一対のブッシングと、
これらのブッシングの外周のそれぞれに装着される一対の口金具と、これらの口金具にそ
れぞれ設けられる一対の電極ピンと、

構成にしてある。
【００１８】
　このように構成した本発 は、ＬＥＤ体により低電流で比較的高い輝度の光を出射で
きるので、消費電力の低減を図ることができる。また、構成部品を収納する細長管が破損
しても、蛍光燈のように水銀が封入されておらず破損した細長管に水銀が付着しないので
、この細長管の廃棄処理を安全かつ簡単に行なえる。さらに、ブッシングを細長管の両端
に装着することによって、これらのブッシングで細長管内の所定位置にプリント基板を簡
単に保持できるとともに、細長管に電極ピンを設けた口金具を容易に一体化できる。
【００２０】
　 は、リード線の両端をプリント基板および口金具に設けた電極ピンに半田
付けすることにより、プリント基板と電極ピンとの電気的接続を簡便に行なうことができ
る。
【００２４】
　 は、細長管が嵌合するリング溝の径および口金具が嵌合する取付筒部の径
の異なる複数個のブッシングを簡単に用意することができ、それらブッシングを適宜変え
ることで、既存する径の異なる各種の細長管と既存する径の異なる各種の口金具とを組み
合わせて使用できる。
【００２６】
　 は、ブッシングが高温状態になってリング溝の内周壁が高熱により外方に
膨出しても、このリング溝の内周壁と細長管の内壁との間の隙間が逃げ代となっており、
しかも上記の隙間に介在する接着剤が熱で硬化しないので、上記の膨出による細長管の内
壁に加わる力が小さくなる。これによって、使用中にブッシングが高温状態になっても細
長管を破損させることを防止でき、ブッシングを細長管に確実に固定できる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明のＬＥＤ照明 実施形態を図に基づいて説明する。
【００３５】
図１は本発明の一実施形態に係わるＬＥＤ照明灯を示す斜視図、図２は本実施形態のＬＥ
Ｄ照明灯に設けられるプリント基板の平面図、図３は本実施形態のＬＥＤ照明灯の平面図
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が 既存する径の異なる各種の細長管と既存する径の異なる各種の口
金具とを組み合わせて使用することができ、さらに、使用中にブッシングが高温状態にな
っても細長管を破損させることを防止でき、ブッシングを細長管に確実に固定することが
できる

記目 明は

一端を前記プリント基板に、他端を前記電極ピンに
それぞれ半田付けされるリード線である接続体とを備え、前記ブッシングは、前記細長管
が嵌合するリング溝と、前記プリント基板の端縁部が載る台座と、前記リード線が貫通す
る貫通穴と、前記口金具が圧入嵌合する取付筒部とを有し、前記ブッシングのリング溝の
内周壁径を前記細長管の内径より小さく設定することにより、前記ブッシングのリング溝
の内周壁が熱により外方に膨出した場合の逃げ代となる隙間を、前記ブッシングのリング
溝の内周壁と前記細長管の内壁との間に形成するとともに、熱で硬化することのない接着
剤を前記隙間に介在させることにより、前記ブッシングのリング溝の内周壁に前記細長管
の内壁を固定した

明で

また、本発明

また、本発明

また、本発明

灯の



、図４は本実施形態のＬＥＤ照明灯を下から見た図、図５は本実施形態のＬＥＤ照明灯の
側面図、図６は図３のａ部を拡大して示す平面図、図７は図５のｂ部を拡大して示す側面
図、図８は図４のｃ部を拡大して示す図、図９は図３のＸ－Ｘ線に沿う断面図、図１０は
図３のＹ－Ｙ線に沿う断面図、図１１は本実施形態のＬＥＤ照明灯に設けられるＬＥＤ体
の正面図、図１２は本実施形態のＬＥＤ照明灯の端部を拡大して示す断面図、図１３は本
実施形態のＬＥＤ照明灯に設けられるブッシングを内側から見た側面図、図１４は図１３
のブッシングのＺ－Ｚ線に沿う断面図、図１５は本実施形態のＬＥＤ照明灯に設けられる
ブッシングを外側から見た側面図、図１６は本実施形態のＬＥＤ照明灯が用いられる既設
照明装置の説明図、図１７は本実施形態のＬＥＤ照明灯に設けられるプリント基板の電気
回路図、図１８は本実施形態のＬＥＤ照明灯を製造する際の工程を示すフローチャートで
ある。なお、図１ではＬＥＤ照明灯に設けられるプリント基板上の配線の図示を省略して
ある。
【００３６】
図１に示す本実施形態のＬＥＤ照明灯１は、透光性および保形性を有する円筒状の細長管
２と、この細長管２内に設置される剛性材からなる細長のプリント基板３と、このプリン
ト基板３の長手方向に沿ってプリント基板３の上面側３Ａに所定間隔をおいて配設される
発光源としての複数個のＬＥＤ体（すなわち発光ダイオード）４と、プリント基板３の下
面側３Ｂに配設される全波整流ダイオード５および複数個の電流制限抵抗６を含む電気部
品７と、細長管２の両端に取付けられ、プリント基板３を細長管２内に固定する絶縁材か
らなる一対のブッシング８、９と、これらのブッシング８、９の外周のそれぞれに取付け
られる一対の口金具１０、１１とを備えており、プリント基板３の両端に、図２に示すよ
うに、口金具１０、１１とプリント基板３との電気的接続を行なう接続体１２、１３がそ
れぞれ設けられている。
【００３７】
細長管２は、例えば、外径約３０ｍｍ×内径約２７ｍｍ×長さ約５６１ｍｍの透明ガラス
からなる円管からなっており、プリント基板３、ＬＥＤ体４および電気部品７に塵埃が付
着するのを阻止したりあるいは水滴が付着するのを阻止するようになっている。
【００３８】
プリント基板３は、例えば、長さ約５５９ｍｍ×横幅約２６．６ｍｍ×厚さ約１．５ｍｍ
の耐熱性の合成樹脂板からなっている。上記のようにプリント基板３の横幅を約２６．６
ｍｍとするとともに、細長管２の内径を約２７ｍｍとして、プリント基板３の横幅寸法を
細長管２の内径より僅かに小さな寸法としているので、細長管２内にプリント基板３を挿
入する場合に細長管２の内壁が案内壁として機能する。
【００３９】
また、プリント基板３の上面側３Ａには、図１、図２、図３および図５に示すように、プ
リント基板３の長手方向に沿って等間隔をおいて１０個のＬＥＤ体４が一直線状に配設さ
れている。ＬＥＤ体４間の間隔は、ＬＥＤ体４の取付中心から隣接するＬＥＤ体４の取付
中心までの距離が約５４ｍｍとなるように設定するのが好ましい。プリント基板３の下面
側３Ｂには、図１、図４および図５に示すように、そのプリント基板３の長手方向に沿っ
て等間隔をおいて１０個の電流制限抵抗６が一直線状に配設させている。これらの電流制
限抵抗６は１．６ｋΩのものが用いられ、かつＬＥＤ体４間の下方に位置するように配置
されている。１個の全波整流ダイオード５は、プリント基板３の下面側３Ｂの一端側に配
設されており、この全波整流ダイオード５は、電源が交流電流の場合は直流電流に変換し
てその直流電流をＬＥＤ体４に供給し、また電源が直流電流の場合はその直流電流をその
ままＬＥＤ体４に供給する機能を有している。
【００４０】
複数個のＬＥＤ体４は、すべて同一形状で、かつ同一大きさのものが用いられるとともに
、点灯時に緑色単色に発光する構造のものが用いられる。すべてのＬＥＤ体４は、図１１
に示すように、エポキシ樹脂製の容器状のレンズ４Ａと、このレンズ４Ａ内に収納される
半導体チップ４Ｂと、この半導体チップ４Ｂに約１０～１５ｍＡの直流電流を印加する２
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本のピン状金属導線４Ｃ、４Ｄとを備えている。レンズ４Ａは、半導体チップ４Ｂからの
光を一方向に指向させる狭指向レンズ構造にしてある。
【００４１】
ブッシング８、９は絶縁性、耐熱性および寸法安定性のすぐれた合成樹脂材、例えば、ポ
リブチレンテレフタレート材からなっている。例えば、ブッシング８は、図１２～図１５
に示すように、細長管２が圧入嵌合するリング溝８Ａと、プリント基板３の端縁部が載る
台座８Ｂと、接続体１３が貫通する貫通穴８Ｃと、口金具１０が圧入嵌合する円筒状の取
付筒部８Ｄと、この取付筒部８Ｄ内に設けられる受けリング体８Ｆとを有している。この
ブッシング８では、リング溝８Ａの内周壁８Ａ－１の径を細長管２の内径より小さく設定
することにより、ブッシング８のリング溝８Ａの内周壁８Ａ－１が熱により外方に膨出し
た場合の逃げとなる隙間Ｇ１が、リング溝８Ａの内周壁８Ａ－１と細長管２の内壁との間
に形成されている。隙間Ｇ１には、熱により硬化することのない接着剤を介在させること
でリング溝８Ａの内周壁８Ａ－１に細長管２の内壁を固定させるようにしてあり、上記の
接着剤は、細長管２をリング溝８Ａに接着させた状態でも柔軟性が保持される性質を有す
るシリコン系のものが用いられる。また、取付筒部８Ｄの外周壁８Ｄ－１には、高さが約
０．５ｍｍで断面形状が半球状のリブ８Ｅをほぼ等間隔に複数個形成されている。
【００４２】
同様に、他のブッシング９もリング溝９Ａ、台座９Ｂ、貫通穴９Ｃ、取付筒部９Ｄおよび
受けリング体９Ｆとを有しており、リング溝９Ａの内周壁９Ａ－１の径を細長管２の内径
より小さく設定することにより、リング溝９Ａの内周壁９Ａ－１が熱により外方に膨出し
た場合の逃げとなる隙間Ｇ１が、リング溝９Ａの内周壁９Ａ－１と細長管２の内壁との間
に形成されている。また、取付筒部９Ｄの外周壁９Ｄ－１に、高さが約０．５ｍｍで断面
形状が半球状のリブ９Ｅをほぼ等間隔に複数個形成されている。
【００４３】
そして、プリント基板３は、そのプリント基板３の端縁部をブッシング８、９の台座８Ｂ
、９Ｂに載置して、台座８Ｂ、９Ｂとプリント基板３の下面側端縁部とを接着剤で貼り付
けることにより、ブッシング８、９に固定される。
【００４４】
口金具１０は、取付筒部８Ｄの外周に圧入される金属製胴体１０Ａと、後述する既設照明
装置１４の電源回路部１５に電気的に接続する１本の電極ピン１０Ｂと、金属製胴体１０
Ａの開口端縁に固定され、電極ピン１０Ｂを支持する絶縁物からなる絶縁円板１０Ｃとを
有している。電極ピン１０Ｂは、導電性の材料からなり、例えば黄銅から作られている。
口金具１０をブッシング８に取付ける際、口金具１０の金属製胴体１０Ａをブッシング８
の取付筒部８Ｄに圧入すると、リブ８Ｅに金属製胴体１０Ａが案内されてその金属製胴体
１０Ａが偏ることなく、ブッシング８の取付筒部８Ｄに金属製胴体１０Ａが円滑に嵌合す
るとともに、ブッシング８の取付筒部８Ｄのリブ８Ｅにより形成される凹部に接着剤が流
れて金属製胴体１０Ａの外方に接着剤が流出しない。取付筒部８Ｄ内に設けられた受けリ
ング体８Ｆは、絶縁円板１０Ｃが移動するなどの変形を阻止する機能を有している。また
、他の口金具１１も同様であり、金属製胴体１１Ａ、１本の電極ピン１１Ｂ、および絶縁
円板１１Ｃを有している。
【００４５】
接続体１２は、一端１２Ａがプリント基板３に半田付けされ、他端１２Ｂがブッシング８
の貫通穴８Ｃを通して口金具１０の電極ピン１０Ｂに半田付けされる一本の銅線からなる
リード線から構成されている。また、他の接続体１３も同様であり、一端１３Ａがプリン
ト基板３に半田付けされ、他端１３Ｂがブッシング９の貫通穴９Ｃを通して口金具１１の
電極ピン１１Ｂに半田付けされ一本の銅線からなるリード線から構成されている。
【００４６】
図１６に示す既設照明装置１４は、ＬＥＤ照明灯１を所定の場所に脱着可能に取付ける第
１の受具１６および第２の受具１７と、これらの第１の受具１６、第２の受具１７を取付
部材１８に固定する取付金具１９、２０と、電源回路部１５に接続する電源コンセント２
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１と第１の受具１６とを接続する第１の配線コード２２と、電源コンセント２１と第２の
受具１７とを接続する第２の配線コード２３とを有している。第１の受具１６と口金具１
０との間、または第２の受具１７と口金具１１との間には、摩擦抵抗の大きなゴムやシリ
コンなどの弾性材からなり、ＬＥＤ照明灯１の回転を防止するドーナツ状の回転防止部材
２４が設けられている。
【００４７】
図１７に示すように５個のＬＥＤ体４と５個の電流制限抵抗６とを交互に直列に接続した
第１のＬＥＤ直列回路２５を形成し、他の５個のＬＥＤ体４と５個の電流制限抵抗６とを
交互に直列に接続した第２のＬＥＤ直列回路２６を形成して、これらのＬＥＤ直列回路２
５、２６を並列に接続することで並列回路を形成するとともに、この並列回路に対して１
個の全波整流ダイオード５を直列に接続してある。これらのＬＥＤ直列回路２５、２６と
全波整流ダイオード５とのプリント配線は、図３に示すように、プリント基板３に布設さ
れている。
【００４８】
このように構成した実施形態のＬＥＤ照明灯１では、次のような効果が得られる。すなわ
ち（１）ＬＥＤ照明灯１の環境温度が５０度Ｃの状態でＬＥＤ体４を点灯しても、細長管
２内の温度を約６０度Ｃ以内に維持可能であることを本出願人による実験で確認できた。
【００４９】
（２）低電流で高い輝度が得られるＬＥＤ体４を採用することにより、ＬＥＤ照明灯１の
消費電力が従来のものに比べて約１／４に低減することを本出願人による実験で確認でき
た。
【００５０】
（３）ＬＥＤ照明灯１の寿命が長くなり、ＬＥＤ照明灯１の交換を従来の約１年から約１
４年に延長可能であることが本出願人による実験で確認できた。
【００５１】
（４）水銀やアルゴンガスが細長管２内に封入されていないので、万一、細長管２を破損
しても、その破損した細長管２を廃棄する人の人体や衣服に水銀が付着する危険性がない
ので安全である。
【００５２】
（５）ＬＥＤ照明灯１の寿命等により新しいものに交換し、交換した古い細長管２を廃棄
する際、細長管２を破砕しても水銀が周囲に放散するようなことがないので、細長管２を
破砕する作業者に水銀が付着しないようにするため大掛かりな破砕装置を必要とせず、簡
便に行なうことができる。また、破砕した細長管２のガラス片には水銀が付着していない
ため、産業廃棄物扱いとならず、容易に再利用することができる。
【００５３】
（６）細長管２内に水銀やアルゴンガスを封入する必要がないため、細長管２の成形や、
細長管２とブッシング８、９および口金具１０、１１との取付けを簡単に行なうことがで
きる。
【００５４】
（７）全波整流ダイオード５により、交流および直流のいずれの電源でも使用できる。
【００５５】
（８）第１のＬＥＤ直列回路２５と第２のＬＥＤ直列回路２６とが並列に接続されている
ので、第１のＬＥＤ直列回路２５のＬＥＤ体４が切れた場合（破損した場合）、あるいは
第２のＬＥＤ直列回路２６のＬＥＤ体４が切れた場合でも、プリント基板３のＬＥＤ体４
が交互に点灯消灯した状態となってプリント基板３のすべてのＬＥＤ体４が消灯せず、Ｌ
ＥＤ照明灯１として継続使用できる。
【００５６】
（９）プリント基板３の上面側に複数個のＬＥＤ体４のみがほぼ一直線状に整然と配設さ
れ、かつ、プリント基板３の下面側に複数個の電気部品７のみがほぼ一直線状に整然と配
設されており、プリント基板３の上下両面がすっきりした形態となって見栄えのよいＬＥ
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Ｄ照明灯１となるとともに、電流制限抵抗６から発生した熱はプリント基板３に遮られて
細長管２の下半分およびプリント基板３の下面側に伝達し、ＬＥＤ体４が電流制限抵抗か
ら発生した熱で直接温められることがないので、ＬＥＤ体４が電流制限抵抗６から発生し
た熱により高温になることを防止できる。
【００５７】
（１０）プリント基板３と電極ピン１０Ｂ、１１Ｂとの電気的接続をリード線からなる接
続体１２、１３により簡便に行なうことができる。
【００５８】
（１１）ブッシング８、９により、細長管２内の所定の位置にプリント基板３を保持する
こと、および細長管２に電極ピン１０Ｂ、１１Ｂを設けた口金具１０、１１を一体化する
ことを難なく行なえる。
【００５９】
（１２）細長管２が嵌合するリング溝８Ａ、９Ａの径および口金具１０、１１が嵌合する
取付筒部８Ｄ、９Ｄの径の異なる複数個のブッシングを用意して、それらブッシングを適
宜変えることで、既存する径の異なる各種の細長管と既存する径の異なる各種の口金具を
適宜組み合わせ使用することができる。
【００６０】
（１３）ＬＥＤ照明灯１の使用中、ブッシング８、９が高温状態になってリング溝８Ａ、
９Ａの内周壁８Ａ－１、９Ａ－１が外方に熱膨出してもリング溝８Ａ、９Ａの内周壁８Ａ
－１、９Ａ－１と細長管２の内壁との間の隙間があるとともに接着剤が硬化しないので、
この熱膨出による細長管２の内壁に加わる力が小さくなる。これによって、細長管２を破
損させることなく、ブッシング８、９を細長管２に確実に固定することができる。
【００６１】
（１４）ブッシング８、９の取付筒部８Ｄ、９Ｄの外周壁８Ｄ－１、９Ｄ－１に接着剤を
塗布すると半球状のリブ８Ｅ、９Ｅ間の凹部に十分な量の接着剤が付着し、しかも、ブッ
シング８、９の取付筒部８Ｄ、９Ｄの外周壁８Ｄ－１、９Ｄ－１に口金が複数個の半球状
のリブ８Ｅ、９Ｅにより偏ることなく圧入されて、接着剤が口金１０、１１とブッシング
８、９との間から外方に流出するのを最小限に食い止められるので、ブッシング８、９と
口金１０、１１とが確実に、かつ見栄えよく固定される。
【００６２】
また、本実施形態のＬＥＤ照明灯１の製造方法は、図１８に示す一連の工程Ｓ１～Ｓ４に
したがって行なわれる。すなわち、部品取付け工程Ｓ１として、１０個のＬＥＤ体４と、
１個の全波整流ダイオード５および１０個の電流制限抵抗６からなる電気部品７と、接続
体１２、１３とをプリント基板３に取付けた後、挿入工程Ｓ２として、プリント基板３を
細長管２内に挿入し、ブッシング取付け工程Ｓ３として、プリント基板３を細長管２内に
固定するブッシング８、９を細長管２の両端に取付け、次いで、口金具取付け工程Ｓ４と
して、口金具１０をブッシング８の外周に取付け、他の口金具１１をブッシング９の外周
に取付けるとともに、口金具１０の電極ピン１０Ｂと接続体１３との電気的接続を行ない
、他の口金具１１の電極ピン１１Ｂと接続体１２との電気的接続を行なうようになってい
る。
【００６３】
上記の口金具取付け工程Ｓ４では、ブッシング取付け工程Ｓ３の終了後にブッシング８、
９の外周に接着剤を塗布した後、ブッシング８、９の外周にそれぞれ口金具１０、１１を
圧入固定するとともに、電極ピン１０Ｂ、１１Ｂと接続体１２、１３との電気的接続を行
なうようにしてもよい。また、ブッシング取付け工程Ｓ３では、予めブッシング８、９側
に接着剤を塗布するようにしてもよい。
【００６４】
このように構成した本実施形態のＬＥＤ照明灯１の製造方法によれば、ＬＥＤ照明灯１を
工程Ｓ１～Ｓ２にしたがって円滑に流れ作業で組み立てることができるので、ＬＥＤ照明
灯１の生産性を向上できる。
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【００６５】
なお、本実施形態のＬＥＤ照明灯１では、細長管２が透明ガラス製であるが、これに限定
されるものではなく、光を通過させ、かつ保形性および難燃性を有するものであれば合成
樹脂製であってもよい。
【００６６】
図１９はＬＥＤ照明灯に設けられるブッシングの変形例を示す説明図、図２０はＬＥＤ照
明灯に設けられる支持材の一例を示す断面図、図２１はＬＥＤ照明灯に設けられる支持材
の変形例を示す断面図、図２２はＬＥＤ照明灯に設けられる支持材の他の変形例を示す断
面図である。
【００６７】
図１９に示すブッシング８、９は、それぞれブッシング８、９と一体的に形成されるプリ
ント基板押え部８Ｈ、９Ｈを有しており、その他の構造はブッシング８、９と基本的に同
一である。各プリント基板押え部８Ｈ、９Ｈは、ＬＥＤ照明灯１を製造する際のブッシン
グ取付け工程Ｓ３で、細長管２内に挿入されるプリント基板３がブッシング８、９の台座
８Ｂ、９Ｂに押えられた状態を維持させる機能を有している。したがって、プリント基板
押え部８Ｈ、９Ｈによりプリント基板３と台座８Ｂ、９Ｂとが離れることがないので、こ
れらのプリント基板３と台座８Ｂ、９Ｂとを接着剤によって確実に固定できる。
【００６８】
また、図２０に示す細長管２内の下方には絶縁材からなる支持材、例えば支持ピン２７が
立設されるとともに、プリント基板３の下面側３Ｂの中央部に当接しており、支持ピン２
７でプリント基板３の中央部を支持することにより、細長管２内に挿入したプリント基板
３の反りを抑えることができる。
【００６９】
また、図２１に示す細長管２内には絶縁材からなる支持材、例えば支持ピン２８が上下方
向に立設されるとともに、プリント基板３の中央部を貫通しており、支持ピン２８でプリ
ント基板３の中央部を支持することにより、細長管２内に挿入したプリント基板３の反り
を抑えることができる。
【００７０】
また、図２２に示すプリント基板３の幅方向両辺に、絶縁材からなるＵ字型の支持材２９
が取付けられており、これらの支持材２９でプリント基板３の幅方向両辺をそれぞれ支持
することにより、細長管２内に挿入したプリント基板３の反りを抑えることができる。
【００７１】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発 、ＬＥＤ体により低電流で比較的高い輝度の光を出射で
きるので、消費電力の低減を図ることができる。また、構成部品を収納する細長管が破損
しても、蛍光燈のように水銀が封入されておらず破損した細長管に水銀が付着しないので
、この細長管の廃棄処理を安全かつ簡単に行なえる。さらに、細長管の両端に装着したブ
ッシングで細長管内の所定位置にプリント基板を簡単に保持できるとともに、細長管に電
極ピンを設けた口金具を容易に一体化できる。
【００７２】
　また ード線からなる接続体の両端をプリント基板および口金具に設けた電極ピンに
半田付けすることにより、プリント基板と電極ピンとの電気的接続を簡便に行なうことが
できる。
【００７４】
　また 長管が嵌合するリング溝の径および口金具が嵌合する取付筒部の径の異なる複
数個のブッシングを簡単に用意することができ、それらブッシングを適宜変えることで、
既存する径の異なる各種の細長管と既存する径の異なる各種の口金具とを組み合わせて使
用できる。
【００７５】
　また ッシングが高温状態になってリング溝の内周壁が高熱により外方に膨出しても
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、このリング溝の内周壁と細長管の内壁との間の隙間が逃げ代となっており、しかも上記
の隙間に介在する接着剤が熱で硬化しないので上記の膨出による細長管の内壁に加わる力
が小さくなる。したがって、使用中にブッシングが高温状態になっても細長管を破損させ
ることを防止でき、ブッシングを細長管に確実に固定できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係わるＬＥＤ照明灯を示す斜視図である。
【図２】本実施形態のＬＥＤ照明灯に設けられるプリント基板の平面図である。
【図３】本実施形態のＬＥＤ照明灯の平面図である。
【図４】本実施形態のＬＥＤ照明灯を下から見た図である。
【図５】本実施形態のＬＥＤ照明灯の側面図である。
【図６】図３のａ部を拡大して示す平面図である。
【図７】図５のｂ部を拡大して示す側面図である。
【図８】図４のｃ部を拡大して示す図である。
【図９】図３のＸ－Ｘ線に沿う断面図である。
【図１０】図３のＹ－Ｙ線に沿う断面図である。
【図１１】本実施形態のＬＥＤ照明灯に設けられるＬＥＤ体の正面図である。
【図１２】本実施形態のＬＥＤ照明灯の端部を拡大して示す断面図である。
【図１３】本実施形態のＬＥＤ照明灯に設けられるブッシングを内側から見た側面図であ
る。
【図１４】図１３のブッシングのＺ－Ｚ線に沿う断面図である。
【図１５】本実施形態のＬＥＤ照明灯に設けられるブッシングを外側から見た側面図であ
る。
【図１６】本実施形態のＬＥＤ照明灯が用いられる既設照明装置の説明図である。
【図１７】本実施形態のＬＥＤ照明灯に設けられるプリント基板の電気回路図である。
【図１８】本実施形態のＬＥＤ照明灯を製造する際の工程を示すフローチャートである。
【図１９】ＬＥＤ照明灯に設けられるブッシングの変形例を示す説明図である。
【図２０】ＬＥＤ照明灯に設けられる支持材の一例を示す断面図である。
【図２１】ＬＥＤ照明灯に設けられる支持材の変形例を示す断面図である。
【図２２】ＬＥＤ照明灯に設けられる支持材の他の変形例を示す断面図である。
【図２３】一般的な蛍光灯を示す説明図である。
【符号の説明】
１　ＬＥＤ照明灯
２　細長管
３　プリント基板
４　ＬＥＤ体（発光源）
５　全波整流ダイオード
６　電流制限抵抗
７　電気部品
８、９　ブッシング
８Ｈ、９Ｈ　プリント基板押え部
１０、１１　口金具
１０Ｂ、１１Ｂ　電極ピン
１２、１３　接続体
１４　既設照明装置
１５　電源回路部
２４　回転防止部材
２５　第１のＬＥＤ直列回路
２６　第２のＬＥＤ直列回路
２７　支持ピン（支持材）
２８　支持ピン（支持材）
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２９　支持材

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】
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